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ONE-Q-BOND C.G.T.

entro la dentina, applicare un secondo strato di One-Q-Bond 
C.G.T. Rimuovere subito i solventi e fotopolimerizzare per 20 
secondi.

8.	 Riscostruire la superficie con resine auto o fotopolimerizzabili, 
o con cementi compositi.

	 Se la fotopolimerizzazione non è possibile, One-Q-Bond C.G.T. 
deve essere polimerizzato con l’utilizzo di Activator. Mescolare 
bene un ugual numero di gocce di One-Q-Bond C.G.T. e 
Activator per due secondi e procedere come nel punto 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.
Universal, no-rinse, self-priming etchant adhesive 
system

en INDICATIONS

1.	 Etch dentin for 5-10 seconds. For enamel, etch for 20-30 
seconds.

2. 	 Rinse with a spray of oil-free water for 5-10 seconds.
3. 	 Blot dry excess moisture from the surface. Verify that the 

surface has no visible moisture.
4. 	 Dispense One-Q-Bond C.G.T. directly onto a microbrush
5.	 Apply ample amount of One-Q-Bond C.G.T. directly onto a 

microbrush.
6. 	 Remove solvents with a gentle air flow for at least 15 

seconds or until no visible movement of the resin is noted. 

If the surface appears incompletely partially coated, apply 
additional material and dry again.

7. 	 Light-cure One-Q-Bond C.G.T. for 20 seconds. If the restoration 
retention area lies primarily within dentin, apply a second 
layer of One-Q-Bond C.G.T., remove solvents immediately and 
light-cure for 20 seconds.

8.	 Restore with light-cure or self-cure composite resin of your 
choice or cement restoration with Composite resin cement.

	 For light-inaccessible procedures, One-Q-Bond C.G.T. can be 
self-cured by utilizing the One-Q-Bond Activator. Mix equal 
number of drops of One-Q-Bond C.G.T. and Activator in a clean 
mixing well for 2 seconds and proceed with step 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.
Système universel d’adhésif d’attaque sans rinçage et 
auto-mordançant

fr INDICATIONS

1. 	 Mordancer la dentine pendant 5-10 secondes. Mordancer 
l’émail pendant 20-30 secondes.

2. 	 Rincer avec un spray d’eau exempt d’huile pendant 5-10 
secondes.

3. 	 Eliminer l’éventuel excès d’humidité de la surface. Vérifier que 
la surface n'a pas d'humidité visible.

4. 	 Appliquer One-Q-Bond C.G.T. directement sur un micropinceau.



5. 	 Appliquer une grande quantité de One-Q-Bond C.G.T. et laisser 
agir pendant 15 secondes.

6. 	 Eliminer les solvants avec un jet d’air énergique pendant 
au moins 15 secondes, ou jusqu’à ce qu’il n’y soit plus de 
déplacement de résine. Si la surface apparaît incomplètement 
recouverte, ajouter du produit et séchez à nouveau.

7. 	 Photopolymériser One-Q-Bond C.G.T. pendant 20 secondes. Si le 
secteur de rétention de la restauration est principalement composé 
de dentine, appliquer une seconde couche. Eliminer immédiatement 
les solvants et photopolymériser pendant 20 secondes.

8. 	 Restaurer la surface avec des résines auto ou photopolymérisable 
de votre choix, ou des ciments composites.

	 Quand la polymérisaion n’est possible, One-Q-Bond C.G.T. peut 
être auto-polymérisé avec One-Q-Bond Activator. Mélanger 
la même quantité de gouttes de One-Q-Bond C.G.T. et de 
Activateur dans un puits de mélange propre pendant 2 secondes 
et passez à l'étape 5.

ONE-Q-BOND C.G.T.
Sistema universal adhesivo decapante de autocebado, 
sin aclarado

es INDICACIONES

1. 	 Grabar la dentina durante 5-10 segundos. Grabar el esmalte 
durante 20-30 segundos.
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it INDICAZIONI 

1.	 Mordenzare la dentina per 5-10 secondi. Per lo smalto, 
mordenzare per 20-30 secondi.

2.	 Sciacquare con uno spray d’acqua privo d’olio per 5-10 
secondi.

3.	 Eliminare eventuali eccessi di umidità dalla superficie. 
Verificare che la superficie non abbia umidità visibile.

4. 	 Applicare One-Q-Bond C.G.T. direttamente su un micro-
applicatore.

5.	 Applicare una cospicua quantità di One-Q-Bond C.G.T. e 
lasciare agire per 15 secondi.

6.	 Rimuovere I solventi con un vigoroso getto d’aria per 
almeno 15 secondi o sino a quando non si noti alcun visibile 
movimento della resina. Se la superficie apparisse rivestita in 
modo incompleto, applicare ulteriori quantità di materiale e 
asciugare nuovamente.

7.	 Fotopolimerizzare One-Q-Bond C.G.T. per 20 secondi. Se 
l’area di ritenzione della ricostruzione si trova primariamente 

ONE-Q-BOND 
C.G.T.
Sistema adesivo universale, senza risciacquo, 
con primer auto-mordenzante

2. 	 Enjuagar con un spray de agua durante 5-10 segundos.
3. 	 Eliminar el exceso de humedad desde la superficie. 

Compruebe que no sea visible humedad en la superficie.
4. 	 Aplicar One-Q-Bond C.G.T. directamente sobre a un micro 

cepillo.
5. 	 Aplicar una abundante cantidad de One-Q-Bond C.G.T. y dejar 

actuar durante 15 segundos.
6. 	 Eliminer el solvente sobrante con un enérgico chorro de 

aire durante 15 segundos, u hasta que no se vean residuos 
de resina. Si la superficie parece recubierta de manera 
incompleta, añadir producto y seque nuevamente.

7. 	 Polimerizar con luz One-Q-Bond C.G.T. durante 20 s. Si la 
reconstucción esté completamente en la dentina, aplicar una 
segunda capa de producto. Eliminar enseguida los solventes y 
polimerizar durante 20 s.

8. 	 Restaurar la superficie con de las résinas autopolimerizable o 
polimerizable, o con empastes compuestos.

	 Cuando la polimerización no sea posible, One-Q-Bond C.G.T.  
se puede autopolimerizar utilizando One-Q-Bond Activator. 
Mezcle la misma cantidad de gotas de One-Q-Bond C.G.T y 
Activador en una loseta durante 2 segundos y continúe con el 
paso 5.


